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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Basis (1), bevorzugt eine einteilige Basis (1), mit zumin-
dest einer Chiphalterung und mit zumindest einer zur Chip-
halterung zu- und/oder abfiihrenden elektrischen Leitung fur
einen, in der Chiphalterung anordbaren Chip, mit zumindest
einem ersten und zumindest einem zweiten Fluidkanal, die
miteinander strémungstechnisch verbunden sind, wobei der
zweite Fluidkanal einen Durchmesser aufweist, der kleiner
ist, bevorzugt um ein Vielfaches kleiner ist als ein Durch-
messer des ersten Fluidkanals, wobei der zweite Fluidkanal
vom ersten Fluidkanal in Richtung der Chiphalterung flhrt
und die Basis eine Anordnung der Chiphalterung derart vor-
sieht, dass eine Fluidstrémung vom ersten Fluidkanal Gber
den zweiten Fluidkanal zu einem in der Chiphalterung an-
ordbaren Chip ermdglicht ist. Des Weiteren wird ein Herstel-
lungsverfahren, eine Herstellungsanlage sowie ein Chip zum
Einsatz mit der vorgeschlagenen Basis vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Basis
fur Fluidikanwendungen, die es gestattet, Fluide effi-
zient in mikrofluidische Systeme einzubringen.

[0002] Problematisch bei solchen mikrofluidischen
Systemen ist die Einbringung des Fluids in das mi-
krofluidische System. Die mikrofluidischen Systeme
sind in der Regel stark miniaturisiert, wahrend das
Fluid selbst als makroskopisches Objekt vorliegt.

[0003] Ein (bliches Vorgehen zum Einbringen des
Fluides in ein mikrofluidisches System ist die Mon-
tage von speziellen Fluidverbindern fiir Mikroschlau-
che direkt auf dem mikrofluidischen System. Dies
geschieht durch einen manuellen Klebeprozess, der
nicht massenfertigungskompatibel ist, und das Risiko
einer Kontaminierung des Kanals mit Klebstoff birgt,
was zum Totalausfall des mikrofluidischen Systems
fuhren kann.

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, den Ubergang zwischen Makro- und Mi-
kroelementen effizient, kostenglinstig und zuverlas-
sig zu gestalten.

[0005] Diese Aufgabe wird mit einer Basis fiir Flui-
dikanwendungen mit den Merkmalen des Anspruchs
1, mit einem Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 7, mit einer Fabrikationsanlage mit den Merk-
malen der Anspriche 10 bzw. 12 und mit einem Chip
mit den Merkmalen des Anspruchs 14 geldst. Weitere
bevorzugte Ausfiihrungsformen gehen aus den Un-
teranspriichen hervor.

[0006] Es wird eine Basis vorgeschlagen, vorzugs-
weise eine einteilige Basis, mit zumindest einer Chip-
halterung und mit zumindest einer zur Chiphalterung
zu- und/oder abfihrenden elektrischen Leitung flr ei-
nen, in der Chiphalterung anordbaren Chip, mit zu-
mindest einem ersten und zumindest einem zwei-
ten Fluidkanal, die miteinander strdmungstechnisch
verbunden sind, wobei der zweite Fluidkanal einen
Durchmesser aufweist, der kleiner ist, bevorzugt um
ein Vielfaches kleiner ist, als ein Durchmesser des
ersten Fluidkanals, wobei der zweite Fluidkanal vom
ersten Fluidkanal in Richtung der Chiphalterung flhrt
und die Basis eine Anordnung der Chiphalterung der-
art vorsieht, dass eine Fluidstrbmung vom ersten
Fluidkanal Gber den zweiten Fluidkanal zu einem in
der

[0007] Chiphalterung anordbaren Chip ermdglicht
ist.

[0008] Aus US 6 548 895 B1 ist eine Elektro-Mikrof-
luidvorrichtung bekannt, umfassend ein im wesentli-
chen planares Substrat mit einer oberen Oberflache
und einer gegeniiberliegenden unteren Oberflache,

sowie eine erste Fluidik-Offnung an der oberen Fla-
che des Substrats und eine zweite Fluidik-Offnung
auf der unteren Oberflache des Substrats. Eine ers-
te Fluidpassage verbindet fluidmaRig die erste fluidi-
sche Offnung mit der zweiten fluidischen Offnung und
einer ersten Klebeschicht, die an der oberen Flache
haftet und auf der ggf. ein mikrofluidischer Chip an-
gebracht wird.

[0009] Bekannt aus ,Electrical and Fliudic Pacha-
ging of Surface Micromachined Electro-Mikrofluidic
Devices” ist eine elektromikrofluidische Packagear-
chitektur angelehnt an Standardgehausebauformen.
Fluidische Kanale in dem fluidischen Package ver-
binden mikrofluidische Chips mit der AuBenwelt. Die
Kanalerzeugung in den fluidischen Packages erfolgt
Uber Laminierprozesse (PCB) oder durch Einsatz von
Klebestreifen, welche auch fir die Montage der Chips
Anwendung findet.

[0010] WO 2006/088427 A1 offenbart eine mikroflui-
dische Vorrichtung, umfassend: ein Substrat mit ei-
ner Flache mit wenigstens einem Fluidkanal, mindes-
tens einem Fluidik-Chip mit einer Oberseite, einer Un-
terseite, wenigstens einer Seitenflache, und wenigs-
tens einem Durchgang, um ein Fluid von der Ober-
seite oder einer Seitenflache zu der Bodenflache des
Chips zu flhren, mit einer Folie, die an beiden Sei-
ten mit einem Kleber versehen ist, wobei die erste
klebende Seite der Folie an dem Substrat befestigt
ist, und mindestens ein Fluidik-Chip durch die zwei-
te Klebeseite der Folie gehalten wird, so dass das
mindestens eine Passage des Fluidik-Chip in Fluid-
verbindung mit zumindest einem Fluidkanal des Sub-
strats steht.

[0011] In US 7 004 198 B1 wird eine mikrofluidi-
sche Vorrichtung offenbart, die ein erstes Substrat mit
einer ersten Oberflache und eine gegeniberliegen-
de erste untere Oberflache aufweist, zudem einen
Hohlraum mit einer Begrenzungsflache und einer ers-
ten fluidischen Offnung, die auf der ersten Grenzfla-
che angeordnet ist. Innerhalb des ersten Substrats ist
ein erster Fluidik-Kanal innerhalb angeordnet, der in
Fluidverbindung zur ersten fluidischen Offnung steht.
Ebenso ist ein zweites Substrat vorgesehen, welches
fluidische Kanale umfasst, wobei dieses ,Substrat” z.
B. ein mikrofluidischer Chip sein kann. Das erste und
das zweite Substrat werden zum Zwecke der Stro-
mungstechnischen Verbindung miteinander verklebt.

[0012] Bekannt aus US 7 540 469 B1 ist Mikroelek-
tromechanische (MEM) Fluidsteuervorrichtung, die
einen Fluidkanal auf einem Substrat aus einer ers-
ten Schicht aus einem nichtleitenden Material um-
fasst, welches beispielsweise aus Siliziumnitrid ge-
bildet wird. Hierbei ist eine erste Elektrode auf der
ersten Schicht des leitenden Materials auRerhalb des
Strémungskanals vorgesehen und eine zweite Elek-
trode auf einer zweiten Schicht aus dem leitenden
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Material, welches sich ber der ersten Schicht befin-
det. Beim Anlegen einer Spannung zwischen den ers-
ten und zweiten Elektroden verformt der Fluidkanal
seine QuerschnittsgroRe, wodurch das Fluid durch
den KanalflieRen kann. Fir die Einfihrung eines Flui-
des in das MEM wird, wie in US 6 821 819 B1 offen-
bart, eine mikrofluidische Basis empfohlen.

[0013] Die Nutzung einer vorgefertigten Basis er-
moglicht beispielweise eine automatische Fertigung
zur Befestigung des Chips. Daneben kann aber auch
das Einbringen von einem oder mehreren Fluidka-
nalen in einer automatisierten Fertigungsstation er-
folgen. Durch die Nutzung einer vorgefertigten, ein-
teiligen Basis besteht auch die Moglichkeit, diese in
einer Bearbeitungsmaschine befestigen und sodann
automatisiert weiterbearbeiten zu kénnen. Die Her-
stellung des Basis mittels Spritzgul} erlaubt beispiels-
weise, dass in das SpritzguBmaterial ein oder meh-
rere Anschliisse, ein oder mehrere Leitungen und/
oder ein oder mehrere andere Komponenten mitein-
gearbeitet werden kdnnen. Diese sind sodann bevor-
zugt nicht mehr zerstérungsfrei aus der Basis ent-
nehmbar und bilden die einteilige Basis mit. Eine
Ausgestaltung sieht zum Beispiel vor, dass zumin-
dest an einem seitlichen Ende der Basis zumindest
ein erster Anschluss in zum Beispiel kanllenahnli-
cher Form vorgesehen und mit eingespritzt wird. Auf
diese Weise kann spater ein Schlauch angeschlos-
sen, zum Beispiel durch Aufstecken, und ein Fluid
zu- oder abgefiihrt werden. Auch andere Formen von
Anschliisse kénnen eingelassen und mit eingespritzt
werden. Es kénnen auf diese Weise beispielsweise
auch standardisierte Anschliisse verwendet werden,
sei es zum Fluidtransport oder auch zur elektrischen
Leitung.

[0014] Die Chiphalterung kann gemal einer Ausge-
staltung ein Befestigen zum Beispiel durch Eindri-
cken des Chips in die Chiphalterung erméglichen.
Vorzugsweise wird beim Eindriicken gleichzeitig eine
seitlich abdichtende Positionierung ausgefihrt, ins-
besondere ein seitlicher hermetischer Abschluss. Da-
zu kdénnen geometrisch, insbesondere seitlich her-
metisch vorbestimmt, an den zu befestigenden Chip
angepasste ein oder mehrere Formungen an der Ba-
sis angeordnet sein. Dieses ermdglicht zum Beispiel
eine Befestigung in einem Arbeitsgang, zum Bei-
spiel mittels Einclipsen. Ebenfalls besteht dadurch
die Moglichkeit, eine Ausrichtung des Chips auf der
Basis festzulegen, zum Beispiel durch unterschiedli-
che Formungen, die eine Befestigung des Chips nur
in einer Position zulasst. So kann dafiir beispielswei-
se ein Mama-Papa-System als Einbausicherung oder
ein sonstiges gleichwirkendes System genutzt wer-
den. Auch kann gemal einer Weiterbildung gleich-
zeitig durch die Formung eine Sicherung fiir den Chip
bereitgestellt werden. Der Chip wird in seiner Positi-
on gehalten und wird beispielweise nur durch Kraft-
betatigung wieder aus der Position herausgeldst. Des

Weiteren sieht eine Ausgestaltung vor, dass die For-
mung und/oder zumindest ein benachbarter Bereich
als elektrische Verbindung zwischen Basis und Chip
dient. Dadurch kann ein Anschluss des Chip an einen
elektrische Leitung, insbesondere eine elektrisch zu-
und/oder abfihrende Leitung erfolgen.

[0015] Die Chiphalterung ist gemall einer weite-
ren Ausgestaltung durch eine Oberflachengestaltung
verwirklicht, die an der Oberflache der Basis vorhan-
den ist. Dieses kann zum Beispiel auch eine Oberfla-
chenbeschichtung sein, auf der der Chip angeordnet
wird. Auch besteht die Moglichkeit, dass die Oberfla-
chengestaltung die oben beschriebene Formung mit-
umfasst. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Oberflachengestaltung eine Ausnehmung ist oder
umfasst. in diese kann der Chip beispielsweise ein-
gesetzt werden. Vorzugsweise wird er dort auch gesi-
chert, beispielweise mittels einer Sicherungsvorrich-
tung. Diese kann zusatzlich zur Basis vorliegen oder
auch mit der Basis selbst verbunden sein, insbeson-
dere ein Teil der Basis sein.

[0016] Einweiterer Gedanke der Erfindung, der auch
unabhangig weiterverfolgt werden kann, sieht eine
einteilige Basis vor, die einen Ubergang von einem
makro- zu einem mikrofluiden Kanal innerhalb der
einteiligen Basis vorsieht. Vorzugsweise wird die ein-
teilige Basis mittels eines SpritzguRverfahrens herge-
stellt. Auch kann die einteilige Basis sowie der inner-
halb der Basis angeordnete Ubergang so hergestellt
werden, wie es nachfolgend fiir die oben beschriebe-
ne Basis und den ersten und den zweiten Fluidkanal
beschrieben ist. Eine derartige Basis kann auch fir
andere Zwecke verwendet finden und bendtigt insbe-
sondere auch keine Chiphalterung.

[0017] Gemal einer Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass die Basis einen ersten und einen zweiten Fluid-
kanal aufweist, bei der der erste und der zweite
Fluidkanal jeweils einen runden, bevorzugt kreisfor-
migen Querschnitt aufweisen. Die Nutzung eines ge-
rundeten Querschnitts vermeidet vorzugsweise ei-
ne zu grolle ungleichférmige Geschwindigkeitsvertei-
lung Gber den Querschnitt, insbesondere das Ent-
stehen von Totfluidgebieten, d. h. von Bereichen, an
denen das Fluid zum dauerhaften Stehen kommen
kdnnte. Dieses ist beispielsweise bei Flussigkeiten
unglnstig, die zur Agglomerisierung neigen. Auch
Fluide, die beispielsweise Gemische darstellen, sei
es in der Form flussig/gasférmig, flissig/festkorper-
férmig, flissig/flissig oder auch als nichtnewtonische
Flissigkeit, werden vorteilhafterweise durch runde,
bevorzugt kreisrunde Querschnitte geleitet. Es be-
steht jedoch auch die Méglichkeit, dass nicht kreis-
runde Querschnitte zum Einsatz kommen, zum Bei-
spiel bei Ubergangen. Dieses hat den Vorteil, dass
im Bereich eines Ubergangs von einer Makrofluid- zu
einer Mikrofluidleitung oder umgekehrt ein Einstrom-
bereich geschaffen wird. Der Einstrémbereich erlaubt
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den Ubertritt von einem in den anderen Bereich. Eine
spezielle Geometrie im Inneren der Basis kann bei-
spielsweise mittels eines eingelegten Kerns geschaf-
fen werden, der nach dem Spritzvorgang aus dem
Spritzteil wieder herausgeldst wird.

[0018] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der erste
Fluidkanal einen Durchmesser in einem Querschnitt
in einem Bereich von 300 Mikrometern bis zu be-
vorzugt 10 Millimetern, der zweite Fluidkanal einen
Durchmesser in einem Querschnitt von 30 Mikrome-
tern bis zu 500 Mikrometern hat. Dieses erlaubt das
Zu- bzw. Abflihren von einer Vielzahl an Fluiden und
insbesondere auch die Nutzung einer Basis fir ver-
schiedene Fluide bzw. Chips und damit flr unter-
schiedliche Anwendungen.

[0019] Eine Nutzung der Basis kann insbesonde-
re Ober den eingesetzten Chip und die mit diesem
verbundenen Eigenschaften eingestellt werden. Um
zumindest eine elektrisch leitfahige Anbindung des
Chips an die Basis zu schaffen, kann gemaR einer
Ausgestaltung vorgesehen sein, dass eine Oberfla-
che der Basis zumindest im Bereich der Chiphalte-
rung partiell metallisiert ist, wobei die partielle Metal-
lisierung zur Anordnung eines Chips nutzbar ist. Eine
Weiterbildung sieht vor, dass die partielle Metallisie-
rung die Chiphalterung ist.

[0020] Um eine Mehrfachnutzung einer Basis vorzu-
sehen, ist beispielweise vorgesehen, dass zumindest
ein erster Chip in einer ersten Chiphalterung ange-
ordnet ist und ein zweiter Chip in einer zweiten Chip-
halterung. Die Funktion des jeweiligen Chips kann
voneinander verschieden sein. Es kann aber auch
die gleiche Funktionalitat bei zumindest zwei der ein-
gesetzten Chips vorgesehen sein, beispielsweise um
eine Redundanz zu schaffen. Des Weiteren besteht
die Moglichkeit, die Chips vom Fluid in Serie wie aber
auch parallel an- bzw. durchstrémen zu lassen. Auch
besteht die Méglichkeit, zwei oder mehr Fluide mittels
einer Basis und mehrerer Chips beispielsweise be-
arbeiten, insbesondere analysieren zu kdnnen. Auch
kann ein Fluid, entnommen an verschiedenen Posi-
tionen einer externen Fluidfihrung, damit an einen
einzigen zentralen Bereich, namlich der Basis, zuge-
fihrt werden.

[0021] Gemal einer Ausgestaltung ist beispielswei-
se vorgesehen, dass nur eine Fluidzufihrung zum
Chip vorgesehen ist. Diese Fluidzufiihrung dient bei-
spielsweise gleichzeitig als Fluidabfihrung. Es kann
vorgesehen sein, dass nur von Zeit zu Zeit Gber die
Fluidzufihrung dem Chip das Fluid zugefiihrt und an-
schlielend auch wieder abgefihrt wird. Eine weite-
re Ausgestaltung sieht vor, dass Uber die Fluidzu-
fuhrung das Fluid zugeflhrt, anschlielend das Flu-
id aber aus der Basis austritt, ohne dass es zu ei-
ner Fluidleitung zurtckgefiihrt wird, von der es her-
geleitet wurde. Ein Austritt ist hierbei auch ber den

Chip méglich, vorzugsweise iber einen entsprechen-
den Austritt im Chip. Beispielsweise kénnen ein oder
mehrere Fluidkanale im Chip einen kleineren Durch-
messer aufweisen als der zweite Fluidkanal. Bevor-
zugt weist elf Chip einen Durchmesser eines Kanals
in einem ein- bis dreistelligen Mikrometerbereich auf.

[0022] Auch besteht die Mbglichkeit, dass das Fluid
vom Chip kommend wieder zuriickgefuhrt wird. Die-
ses kann an der Oberflache der Basis erfolgen. Es
besteht aber auch die Mdglichkeit, dass eine Fluid-
fihrung entlang des Chips vorgesehen ist, die eine
Zu- und eine Abfiihrung des Fluids innerhalb der Ba-
sis zu einem jeweiligen Anschluss vorsieht. Eine an-
dere Ausgestaltung sieht vor, dass die Basis ein Ka-
nalsystem aufweist, das zumindest zwei erste und
zwei zweite Fluidkanale umfasst, die fluidfihrend mit-
einander zur Durchleitung eines Fluids verbunden
sind, wobei davon ein erster und ein zweiter Fluidka-
nal als Fluidzufihrung zum Chip und die beiden an-
deren Fluidkanale in Form eines ersten und zweiten
Fluidkanals als Fluidabfiihrung vom Chip dienen, und
die beiden zweiten Kanale bevorzugt jeweils im Be-
reich der Chiphalterung minden. Dieses ermoglicht
beispielsweise seitliche Anschliisse fiir einen Zufluss
und einen Abfluss an der Basis, an die die entspre-
chenden Leitungen angeschlossen werden kénnen.

[0023] Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung
einer oben beschriebenen Basis vorgeschlagen, be-
sonders einer einteiligen Basis mit Chiphalterung wie
oben beschrieben, wobei die Basis in einem Spritz-
guldverfahren oder einem Rapid-Manufacturing-Ver-
fahren nutzend ein thermoplastisches und/oder ke-
ramisches Material hergestellt wird, wobei bevorzugt
zumindest ein erster Fluidkanal mittels eines Spritz-
gulRkerns erzeugt wird.

[0024] Eine Weiterbildung des Verfahrens sieht vor,
dass zumindest der zweite Fluidkanal mittels Fein-
bohrtechnik hergestellt wird, insbesondere mittels La-
serbohrung.

[0025] Mit dem vorgeschlagenen Verfahren sind ins-
besondere diejenigen Ausfiihrungsbeispiele ausfiihr-
bar, die oben wie auch nachfolgend naher beschrie-
ben werden. Auch kann auf die oben wie auch nach-
folgend noch beschriebenen Materialien zurlickge-
griffen werden.

[0026] Ein Vorteil der Herstellung im Spritzgussver-
fahren ist die Mdglichkeit, unter Beriicksichtigung des
Materialverhaltens zumindest anndhernd auf End-
maf, bevorzugt auf Endmal produzieren zu kén-
nen. Dadurch werden weitere Schritte zur Erstel-
lung einer Endmalihaltigkeit der Basis eingespart.
Neben der Nutzung der Spritzgutechnik kann ei-
ne Basis jedoch gemall einem weiteren Gedan-
ken, der auch unabhdngig von dem obigen weiter-
verfolgt werden kann, auch mittels Rapid-Prototyp-
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ing- beziehungsweise Rapid-Manufacturing-Herstel-
lungsverfahren wie zum Beispiel 3D Printing-Verfah-
ren, Fused Deposition Modelling, abgekirzt FDM,
Laminated Object Modelling, abgekirzt LOM, Mul-
ti Jet Modelling, abgekirzt MJM, selektives Laser-
schmelzen beziehungsweise selektives Lasersintern,
und/oder Stereo-Lithografietechnik hergestellt wer-
den. Werden beispielsweise innere Kanalgeometri-
en gefordert, die so nicht ohne weiteres mittels Nut-
zung von Kernen und/oder durch Laserbohrung er-
zielbar sind, kbnnen durch zum Beispiel stereo-litho-
grafischen Aufbau der Basis diese Konturen im Inne-
ren der Basis geschaffen werden. Auch fir diese Her-
stellungsverfahren kénnen die oben wie auch nach-
folgend beschriebenen Materialien eingesetzt wer-
den.

[0027] Beispielsweise kann die Basis aus einem ke-
ramischen Material hergestellt werden. Als Formge-
bungsverfahren kommt beispielweise neben dem Po-
lymerspritzgielen von Thermoplasten auch das so-
genannte ceramic injection molding, abgekirzt CIM,
zum Einsatz. Mit dieser Fertigungsmethode kdénnen
spritzgusstechnisch nahezu alle keramischen Mate-
rialien wie zum Beispiel das piezoelektrische Blei-Zir-
konat-Titanat, abgekirzt PZT, Nitride zum Beispiel
AIN, oder auch hochverschleil¥feste Oxidkeramiken
verarbeitet werden. Keramische Werkstoffe haben in
einigen Bereichen Vorteile gegeniiber Thermoplas-
ten, zum Beispiel dielektrische Eigenschaften, ther-
mische Leitfahigkeit, chemisch Resistenz, Lebens-
mittelechtheit usw. Damit kann je nach Anwendungs-
fall derjenige Werkstoff bzw. Werkstoffkombination
ausgesucht werden, die dem Anforderungsprofil am
besten genigt.

[0028] Fir die Verarbeitung mittels Spritzgieltech-
nik wird die Keramik zum Beispiel zunachst zu fei-
nem Pulver zermahlen und mit einem thermoplasti-
schen Bindemittel versehen. Der so gewonnene so-
genannte Feedstock weist thermoplastische Eigen-
schaften auf und kann in nahezu jeder Spritzguss-
maschine bei Verarbeitungstemperaturen zwischen
beispielsweise 140°C und 180°C und unter hohem
Druck, beispielsweise bis 2.500 bar, in einer endkon-
turnahen Kavitat geformt werden. Feedstocks sind
kommerziell erhaltlich, z. B. von der Firma BASF
unter der Bezeichnung Catamold TZP-A, oder kdn-
nen aus den Einzelkomponenten generiert werden,
zum Beispiel Blei-Zirkonat-Titanat, abgekirzt PZT,
mit einem Binder zum Beispiel von der Firma Cla-
riant. Im Anschluss an den Formgebungsprozess
muss das Bindemittel aus den sogenannten Grin-
lingen entfernt werden. Je nach verwendetem Bin-
dersystem erfolgt dieser Schritt zum Beispiel. ther-
misch in einem Ofen oder zum Beispiel katalytisch,
beispielsweise unter Einwirkung von hochkonzen-
trierter Salpetersaure, wie es auch nach einem Ver-
fahren ausgefiihrt wird, welches beispielsweise un-
ter htt://www.catamold.de/ca/internet/Catamold/de/

content/Microsite/Catamold/Produkt_und_
Technologie/Katalytische_Entbinderung hervorgeht.
Im Anschluss hieran findet der Sinterprozess statt,
bei dem das feine keramische Material zu einem fes-
ten Kérper in Form der angestrebten Basis zusam-
mensintert.

[0029] Des weiteren kdnnen auch im Spritzguliver-
fahren fillstoffgefillite Thermoplasten eingesetzt wer-
den. Als Flllstoffe kbnnen beispielweise Glasfasern
oder auch andere Fasern wie Carbonfasern genutzt
werden. Neben dem Einsatz von Fasern kénnen aber
auch Feststoffe in Form von Partikel, insbesonde-
re Partikel aus Mineralien, eingesetzt werden, deren
Durchmesser fiir das Spritzgussverfahren unkritisch
sind. Der Fllstoffgehalt kann beispielweise in einem
Bereich zwischen 10 Gew.-% bis 50 Gew.-% des-
verwendeten Thermoplastmaterials liegen. Beispiele
sind die kommerziell unter der Bezeichnung Pocan
DPT 7140 LDS der Firma Lanxess bzw. Vectra E820i
LDS der Firma Ticona erhaltlichen Spritzgussmate-
rialien, die jeweils um die 44 Gew.-% bzw. 40 Gew.-
% Fullstoffgehalt aufweisen. Bei der Spritzgusstech-
nik wie auch bei der Herstellung der elektrischen An-
schlisse fiir den Chip kann im Gbrigen auf die aus der
Technik der Moulded Interconnecting Decives, abge-
kirzt MID, bekannte Spritzgusstechnik zuriickgegrif-
fen werden, ebenso in Bezug auf das Erstellen der
Leiterbahnen zum Anschliel3en eines Chips.

[0030] Auch wird eine Fabrikationsanlage zur au-
tomatisierten Herstellung einer Basis wie oben be-
schrieben und/oder zur Umsetzung eines Verfah-
rens wie oben beschrieben vorgeschlagen, wobei die
Fabrikationsanlage zumindest eine Vorrichtung zur
Herstellung zumindest einer Basisgrundform, sofern
noch notwendig bevorzugt eine Transportvorrichtung
zum Transport von hergestellten Basisgrundformen
zu zumindest einer Weiterbearbeitungsvorrichtung
zur Erstellung von zumindest zweiten Fluidkanalen
mit dieser Weiterbearbeitungsvorrichtung, wobei zu-
mindest ein zweiter Fluidkanal von einer Oberflache
der Basisgrundform in diese hineingearbeitet wird.

[0031] Wird zum Beispiel mittels SpritzguBtechnik
die Basis hergestellt, wird eine geeignete Spritzgul3-
maschine genutzt, bei der vorzugsweise die Spritz-
gufdform austauschbar ist. Dadurch kénnen auch an-
dere Basisgeometrien wie auch vollkommen andere
Teile mittels der gleichen Spritzgumaschine herge-
stellt werden. Gleichzeitig erlaubt die Nutzung einer
bekannten, schon vorhandenen Spritzgumaschine
eine Senkung von Investitionskosten. Es ist nur
die Fertigung der Spritzguform notwendig. Ist eine
Transportvorrichtung der Spritzgulmaschine schon
zugeordnet, kann damit die Basisgrundform zu der
Weiterbearbeitungsvorrichtung gebracht werden. Die
Weiterbearbeitungsvorrichtung ist bevorzugt auf die
Basis angepasst hergestellt. Auch die Nutzung kon-
ventioneller Maschinen ist moglich. Es kann beispiel-
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weise eine Feinstbohrmaschine sein, eine Funkene-
rosionsmaschine oder aber bevorzugt eine Laserper-
foriervorrichtung. Mittels dieser kann ein Fluidkanal
in die Basis eingebracht werden. Durch das Zusam-
menspiel von Transportvorrichtung und Weiterbear-
beitungsvorrichtung besteht die Méglichkeit, dass die
Basisgrundform in definierter, ausgerichteter Lage
der Weiterbearbeitungsvorrichtung zugefihrt und da-
durch sofort bearbeitet werden kann. Dieses ist bei-
spielweise mittels einer automatischen Lagedetektie-
rung bzw. einer automatischen Lagejustierung mog-
lich.

[0032] Wird beispielsweise mittels Stereo-Lithogra-
fie-Technik, zum Beispiel mittels Stereolithografie
kombiniert mit Multi Jet Modeling, die Basis herge-
stellt, ist eine Weiterbearbeitungsvorrichtung eventu-
ell nicht notwendig. Vielmehr kann die Basis dann so-
fort eingesetzt und zum Beispiel mit einem Chip be-
stiickt werden. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit,
dass mittels Stereo-Lithografie-Technik ein Chip di-
rekt schon miteingebaut wird. Insbesondere kann da-
durch der Chip auch im Inneren der Basis angeordnet
werden. Somit kann eine Schutzhille fiir den Chip ge-
bildet werden, sofern notwendig. Eine nachtragliche
Bestiickung ist dann nicht mehr notwendig. Eine elek-
trische Leitung wie auch ein elektrischer Anschluss
fir den Chip kann innerhalb bzw. auf der Oberflache
der Basis durch eine Nutzung von elektrisch leitfahi-
gem Material geschaffen werden, dass nur in ausge-
wahlten Bereichen bzw. Orten gemal} der Vorgabe
zur Herstellung zur Anwendung gelangt.

[0033] Des Weiteren wird ein Chip mit einer integrier-
ten Messvorrichtung fiir ein entlang des Chips ge-
fihrten Fluids vorgeschlagen, wobei der Chip Verbin-
dungsbereiche aufweist, die angepasst sind fiir eine
automatisierte Verbindung mit einer Chiphalterung
einer Basis wie oben beschrieben, bevorzugt zur Ver-
wendung in einer Fabrikationsanlage wie oben be-
schrieben.

[0034] Bevorzugt wird die vorgeschlagene Basis wie
folgt beispielhaft eingesetzt: zum Beispiel bei mikrof-
luidischen Systemen auf der Basis von Silizium, Po-
lymeren oder anderen Werkstoffen mit Anwendung
in der Medizintechnik, der Life-Sciences, der Ana-
lytik, dem thermischen Management usw. Die Ba-
sis kann auch eingesetzt werden fiir funktionale flui-
dische oder elektronische Mikroelemente, beispiels-
weise Mikromischer, Mikropumpen, Mikroventile, Mi-
kroreaktoren, Mikrosensoren, Signalverarbeiter usw..
Prinzipiell 1asst sich die Basis tiberall dort einsetzen,
wo mikrofluidische Systeme integriert sind.

[0035] Die Basis kann vorzugsweise Fluid verteilen,
re-routen, sortieren und/oder verbinden. Bevorzugt
gilt das aber nicht nur fiir ein oder mehrere Fluide,
sondern auch fiir elektrische Signale, die zu und/oder
von dem Chip geleitet werden.

[0036] Die Fluidvorrichtung, in der die Chip-bestick-
te Basis zum Einsatz kommen kann, weist gemaR ei-
ner Ausgestaltung einen Feinstfilter auf, so dass Par-
tikel vorab abgefangen werden, bevor sie einen Mi-
krokanal der Basis zusetzen kénnen.

[0037] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen gehen aus den nachfolgenden Figu-
ren hervor. Die jeweilige Ausgestaltung ist allerdings
nur eine beispielhafte Ausgestaltung, ohne die Erfin-
dung auf diese von vornherein beschranken zu wol-
len. Vielmehr kénnen ein oder mehr Merkmale aus
ein oder mehreren nachfolgenden Ausgestaltungen
wie auch aus der obigen Beschreibung zu weiteren
Weiterbildungen verkniipft werden. Auch sind Einzel-
heiten bei einer beschriebenen Ausgestaltung auch
bei einer anderen Ausgestaltung verwendbar. Im Fol-
genden zeigen

Basis in einer Seitenansicht,

[0039] Fig. 2 das erste Ausfihrungsbeispiel ohne
ein mikrofluidisches System in einer Draufsicht,

Draufsicht mit einem mikrofluidischen System,

[0041] Fig. 4 ein zweites Ausflhrungsbeispiel einer
Basis in einer Seitenansicht mit einem ersten und ei-
nem zweiten mikrofluidischen System, und

[0042] Fig. 5 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel einer
Basis mit einem mikrofluidischen System.

[0043] Im Folgenden werden nur zur Vereinfachung
gleiche oder gleichartige Merkmale mit gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet, ohne damit aber diese
Merkmale dadurch gleichzusetzen oder aber dadurch
deren jeweiligen Schutzbereich zu beschranken.

ner Basis 1 fur Fluidikanwendungen. Es wird fiir den
Bereich der Fluidtechnik vorgeschlagen. Er dient ins-
besondere dazu, die Makro-Mikro-Fluidverbindung
zwischen mikrofluidischen Systemen 2, daher Mikro,
und der Umwelt 4, daher Makro, herzustellen.

[0045] Die Basis 1 wird bevorzugt mittels Spritzgie3-
technik erzeugt und kann daher in grofRer Stick-
zahl zu niedrigen Preisen gefertigt werden. Auler-
dem liegt die Basis 1 dann bevorzugt als monolithi-
sches Objekt vor, was vorteilhaft gegeniiber mehrla-
gigen Losungen ist: einfache Herstellung, keine Jus-
tage, keine Delamination von ein oder mehreren La-
gen.

[0046] Ein bevorzugtes Beispiel sieht vor, dass die
Oberflache der Basis 1 partiell zu metallisieren ist,
was durch die Bezugszeichen 5, 6, 7 angedeutet ist.
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Dies geschieht vorzugsweise unter Zuhilfenahme ei-
ner 3D-MID Technologie, z. B. 2K, LDS, ISS usw. Als
Polymere kommen vorzugsweise temperaturbestan-
dige, MID-kompatible Thermoplaste zum Einsatz, z.
B. bekannt unter den Handelsnamen Ticona Vectra
E820i LDS, Ticona Vectra E840i LDS, LanXess Po-
can DP T 7140, die auch unter http://www.Ipkf.de/
anwendungen/mid/anbieter.htm auffindbar sind. Von
besonderem Vorteil ist hierbei, dass die Oberflachen-
metallisierungen 5, 6, 7 nicht nur der fluidischen Ver-
bindung 7, 11, 12 zwischen mikrofluidischen System
2 und der Basis 1 selbst dienen, sondern auch zu-
satzlichen elektrische Funktionalitdten wie die zum
Beispiel eines elektrischen Interposer bereitstellen
kénnen. Dies kénnen z. B. Leiterbahnen, Flip-Chip-
Pads/lands 6 oder Drahtbondpads 5 sein. Dadurch
kann das mikrofluidischen System 2 ggf. auch mit-
tels Flip-Chip geldtetem Lot 13 oder drahtgebonde-
ten Verbindungen 14 elektrisch zwecks Energiezu-
fuhr oder Signallbertragung kontaktiert werden.

[0047] Die fluidfiihrenden Kandle 8, 9 in der Basis
1 werden bevorzugt in zwei Schritten erzeugt. Zu-
nachst wird der umweltseitig offene Hauptkanal 8
wahrend des SpritzgieBprozesses durch den Einsatz
des Kernzugverfahrens erzeugt. Anschlielend wird
ein lasergebohrter Kanal 9 zwischen dem umweltsei-
tig offenen Hauptkanal 8 und mindestens einer Ober-
flache der Basis 1 mittels Laserbohren, zum Beispiel
mit einem Nd-YAG Laser mit einer Wellenldnge von
1064 nm erzeugt. Hierbei erfolgt auch die Makro-Mi-
kro Transformation, da der spritzgegossene, umwelt-
seitig offene Hauptkanal 8 einen Durchmesser im Be-
reich von einigen hundert Mikrometern bis zu mehre-
ren Millimetern haben kann, wahren der lasergebohr-
te Kanal 9 einen Durchmesser von mehreren zehn
Mikrometern bis einigen hundert Mikrometern haben
kann. Vorteilhaft ist, dass mit dieser Vorgehensweise
runde Kanale erzeugt werden kbénnen, was sich po-
sitiv auf die FlieBeigenschaften, besonders im Mikro-
bereich, auswirkt. Die wahrend der Strdmung auftre-
tenden Reibungskrafte sind im Vergleich zu Giblichen
rechteckigen Kanalen geringer, wodurch der auftre-
tende Druckverlust Uber die gesamte Fluidstrecke 3,
8, 9 minimiert werden kann.

[0048] Ein weiterer wesentlicher Vorteil der darge-
legten Kanalerzeugung ist, dass die umweltseitigen
offenen Hauptkanale 8 der Basis 1 in einer Ebene, al-
so parallel, mit der Basis 1 und dem mikrofluidischen
System 2 liegen. Dadurch missen die fluidzu- und -
abfiihrenden Vorrichtungen wie zum Beispiel Schlau-
che 0. &. nicht senkrecht zur Oberflache des mikroflui-
dischen Systems 2 verlaufen, wodurch insbesondere
bei Aufbauten mit mehreren mikrofluidischen Syste-
men 2 der Platzbedarf stark sinkt. Weiterhin vorteil-
haft ist, dass Haltestrukturen 10 fiir fluidzu- und -ab-
fuhrenden Vorrichtungen wie beispielsweise Schlau-
che o. &. in Form von Widerhaken, Luer Verbindun-
gen usw. monolithisch wahrend des Spritzgiefivor-

gangs in die Basis 1 integriert werden kdnnen, was
spatere Montageschritte Oberflissig macht und die
Gesamtkosten senkt.

[0049] Die fluidische Verbindung 7, 11, 12 zwischen
mikrofluidischem System 2 und der Basis 1 wird vor-
zugsweise mittels Loten hergestellt. Bevorzugt kom-
men dann hochtemperaturfeste, z. B. silizium- oder
glasbasierte mikrofluidische Systeme zum Einsatz.
Dazu wird um die Fluidaus- bzw. -eintrittséffnungen
des mikrofluidischen Systems 2 und der Basis 1 ei-
ne ringférmige, I6tfahige Metallisierung 7, 12, zum
Beispiel Cu/Ni/Au erzeugt. Die Metallisierung des mi-
krofluidischen Systems 2 und der Basis 1 werden an-
schlielend beispielsweise mit Hilfe eines Flip-Chip-
artigen Prozesses verldtet und durch das Lot 11 ver-
bunden. Dies hat den Vorteil, dass aus der Auf-
bau- und Verbindungstechnik bekannte StandardIé-
sungen fiir die Montage der mikrofluidischen Syste-
me 2 genutzt werden kdnnen, insbesondere Lotpas-
tenauftrag in Form von Dispensen oder aber durch
andere Flge- bzw. Verbindungstechniken wie bei-
spielsweise Pick & Place oder Reflow-Léten. Da-
durch eignet sich solch eine Basis 1 fiir massenfer-
tigungstaugliche Montageprozesse, wodurch es sich
sehr kostenglinstig fertigen lasst und ggf. sogar als
Einwegartikel Anwendung finden kann.

[0050] Eine geldtete fluidische Verbindung 7, 11,
12 zur fluidischen Verbindung zwischen mikroflui-
dischen System 2 und der Basis 1 hat weiterhin
den Vorteil, dass bei der Ausrichtung/Platzierung von
dem mikrofluidischen System 2 zu der Basis 1 ge-
wisse Toleranzen moglich sind, da wahrend des Um-
schmelzvorgangs eine Selbstausrichtung, auch be-
kannt als solder self alignment, auf die durch eine
I6tfahige Metallisierung 7, 12 vorbestimmten Regio-
nen stattfindet. Eine Verstopfung der fluidfiihrenden
lasergebohrten Kanale 9 bzw. der im mikrofluidischen
System 2 integrierten Kanale 3, wie es beim Kleben
eventuell auftreten kann, ist aufgrund der Selbstaus-
richtung ausgeschlossen.

[0051] Zusatzlich kann die geldtete fluidische Ver-
bindung 7, 11, 12 zur fluidischen Verbindung zwi-
schen mikrofluidischen System 2 und der Basis 1
den in der Mikrofluidik oft auftretenden hohen Drii-
cken von mehreren 100 kPa widerstehen und ist ab-
solut dicht, d. h. verhindert vollstandig den Austritt
des Fluids durch die geldtete fluidische Verbindung
7,11, 12 in die Umwelt.

[0052] Als Lote 11 kommen bevorzugt bleifreie Lot-
pasten zum Einsatz. Nach dem Léten verbleibende
Flussmittelreste kbnnen beispielsweise durch Spillen
entfernt werden. Liegen besondere Anforderungen
vor, wie zum Beispiel in der Medizintechnik, so kann
auch ohne Flussmittel zum Beispiel im Plasmalétofen
geldtet werden.
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[0053] Wahrend in Fig. 1 die Seitenansicht einer
bevorzugten Ausfiihrungsform dargestellt ist, ist in
Fig. 2 eine Draufsicht auf eine bevorzugte Ausfiih-
rungsform dargestellt, bei der das mikrofluidische
System 2 noch nicht hergestellt ist. In Fig. 3 hingegen
ist eine Draufsicht auf die bevorzugte Ausfiihrungs-
form inklusive mikrofluidischem System 2 dargestellt.
Im Folgenden wird ein Herstellungsprozel’ naher be-
schrieben, wie ausgehend von der Fertigung der Ba-
sis 1 schlieBlich das mikrofluidische System herge-
stellt wird.

[0054] In einem ersten Schritt wird die Basis 1
im SpritzgielRverfahren aus einem thermoplastischen
Polymermaterial hergestellt, wobei umweltseitig of-
fene Hauptkanale 8 durch Kerne in der Spritzgiel3-
form erzeugt werden. Im zweiten Schritt werden zwei-
oder dreidimensionale Metallisierungen 5, 6, 7 auf
mindestens einer Oberflaiche der Basis 1 erzeugt.
Hierfir eignet sich beispielsweise das LPKF-LDS
Verfahren, welches zum Beispiel ndher beschrie-
ben ist unter http://www.lpkf.de/anwendungen/mid/
Ipkf-lds/index.htm. AnschlieBend werden mit einem
Nd:YAG Laser lasergebohrte Kanale 9 erzeugt, die
die Hauptkandle 8 mit einer Oberflache der Basis
1 verbinden. Auf die vorliegenden Metallisierungen
fir elektrische Kontakte 6 bzw. fir fluidische Kon-
takte 7 wird mit einem Dispenser bleifreie Lotpas-
te z. B. von Nordson, beispielsweise zu finden un-
ter http://www.nordson.com/de-de/divisions/efd/pro-
ducts/solder-paste/Pages/solderformulations.aspx
aufgetragen. Anschlielend wird ein mikrofluidisches
System 2 mit entsprechenden vorbereiteten, 16tfahi-
gen Metallisierungen 12 mittels Pick & Place auf der
Basis 1 platziert und mit einem Reflow- oder Dampf-
phasen- oder Plasmaldtprozess mit der Basis 1 ver-
I6tet. Weitere elektrische Verbindungen 14 kdnnen
nachtraglich zum Beispiel mittels Drahtbonden er-
zeugt werden.

[0055] Eine weitere, zweite Ausfiihrungsform geman
Systemen mittels einer Basis 1. Die Basis 1 er-
laubt durch die Montage von mehreren mikrofluidi-
schen Systemen 2a, 2b auch die Zufuhr eines Flui-
des zu mehreren mikrofluidischen Systemen 2a, 2b.
So kann beispielsweise das mikrofluidische System
A 2a sensitiv auf das Merkmal X des Fluides sein,
wahrend das mikrofluidischen System B 2b sensitv
auf des Merkmal Y ist, usw. Um das Fluid zu cha-
rakterisieren, hatte es ansonsten einzeln den mikrof-
luidischen Systemen 2a, 2b zugefiihrt werden mus-
sen. Bei einer groferen Anzahl N mikrofluidischer
Systeme 2 steigt dafiir der Arbeitsaufwand enorm.
Dies kann mit der vorgeschlagenen Basis 1 Uber-
wunden werden, da mehrere mikrofluidische Syste-
me 2a, 2b auf eine Basis 1 montiert werden konnen,
wobei die Fluidzu- oder -abfuhr parallel 15 oder ein-
zeln 16, 17 erfolgen kann. Weiterhin ist es sogar mog-
lich, die parallele Fluidzu- oder -abfuhr 15 zu bzw.

von den verschiedenen mikrofluidischen Systemen
2a, 2b gleichzeitig erfolgen zu lassen. Hierfir wird
zum Beispiel eine dreidimensionale Basis 1 erzeugt,
wobei die Lange der lasergebohrten Kanale 9a, 9b
so variiert wird, dass ein langerer Kanal 9a und ein
kirzerer Kanal 9b vorliegt. Aufgrund von strdbmungs-
mechanischen Gesetzen unter Berlicksichtigung ver-
schiedene Fluidwege und Kanaldurchmesser kann
beispielsweise der Fluideintritt in die verschiedenen
mikrofluidischen Systeme 2a, 2b synchron erfolgen.

[0056] In einer weiteren, dritten Ausfiihrungsform
gemal Fig. 8 besitzt das mikrofluidische System 2¢
selbst keinen Kanal. Durch eine Ausweitung der Lot-
verbindung zur fluidischen Verbindung 19 zwischen
dem mikrofluidischen System 2c¢ und der Basis 1
wird eine Aussparung 20 in der Basis 1 gebildet. Da-
durch kann beispielsweise die Fertigung des mikrof-
luidischen Systems 2¢ enorm vereinfacht werden, da
kein mikrofluidischer Kanal mehr in das mikrofluidi-
sche System 2c¢ integriert werden muss. Diese Aus-
fihrungsform eignet sich auch besonders zur Kiih-
lung von Halbleiterchips mit integrierten Schaltkrei-
sen oder anderen Warmeerzeugern.

Patentanspriiche

1. Einteilige Basis (1), mit zumindest einer Chip-
halterung (5, 6, 7) und mit zumindest einer zur Chip-
halterung (5, 6, 7) zu- und/oder abfihrenden elektri-
schen Leitung (11, 13, 14) fiir einen, in der Chiphal-
terung (5, 6, 7) anordbaren Chip (2, 2a, 2b), mit zu-
mindest einem ersten (8, 15, 16, 17) und zumindest
einem zweiten Fluidkanal (9, 9a, 9b), die miteinander
stromungstechnisch verbunden sind, wobei der zwei-
te Fluidkanal (9, 9a, 9b) einen Durchmesser aufweist,
der kleiner ist, bevorzugt um ein Vielfaches kleiner ist
als ein Durchmesser des ersten Fluidkanals (8, 15,
16, 17), wobei der zweite Fluidkanal (9, 9a, 9b) vom
ersten Fluidkanal (8, 15, 16, 17) in Richtung der Chip-
halterung (5, 6, 7) fuhrt und die Basis (1) eine Anord-
nung der Chiphalterung (5, 6, 7) derart vorsieht, dass
eine Fluidstrdmung vom ersten Fluidkanal (8, 15, 16,
17) Uber den zweiten Fluidkanal (9, 9a, 9b) zu einem
in der Chiphalterung (5, 6, 7) anordbaren Chip (2, 2a,
2b) ermdglicht ist und eine Oberflache der Basis (1)
zumindest im Bereich der Chiphalterung (5, 6, 7) par-
tiell metallisiert ist, wobei die partielle Metallisierung
zur Anordnung des Chips (2, 2a, 2b) nutzbar ist.

2. Basis (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste (8, 15, 16, 17) und der zwei-
te Fluidkanal (9, 9a, 9b) jeweils einen runden Quer-
schnitt aufweisen.

3. Basis (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste (8, 15, 16, 17) und der
zweite Fluidkanal (9, 9a, 9b) jeweils einen kreisformi-
gen Querschnitt aufweisen.
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4. Basis (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Fluidkanal (8, 15, 16, 17) einen Durchmesser mit ei-
nem Querschnitt in einem Bereich von 300 Mikrome-
tern bis zu 10 Millimetern, der zweite Fluidkanal (9,
9a, 9b) einen Durchmesser mit einem Querschnitt
von 30 Mikrometern bis zu 500 Mikrometern hat.

5. Basis (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein erster Chip (2, 2a, 2b) in einer ersten Chiphalte-
rung (5, 6, 7) angeordnet ist und ein zweiter Chip (2,
2a, 2b) in einer zweiten Chiphalterung (5, 6, 7).

6. Basis (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis (1)
ein Kanalsystem aufweist, das zumindest zwei erste
(8, 15, 16, 17) und zwei zweite Fluidkanale (9, 9a,
9b) umfasst, die fluidfiihrend miteinander zur Durch-
leitung eines Fluids verbunden sind, wobei davon ein
erster und ein zweiter Fluidkanal als Fluidzufihrung
zum Chip (2, 2a, 2b) und die beiden anderen Fluidka-
nale in Form eines ersten (8, 15, 16, 17) und zweiten
Fluidkanals (9, 9a, 9b) als Fluidabfiihrung vom Chip
(2, 2a, 2b) dienen, und die beiden zweiten Fluidkana-
le (9, 9a, 9b) jeweils im Bereich der Chiphalterung (5,
6, 7) minden.

7. Verfahren zur Herstellung einer einteiligen Ba-
sis (1) mit Chiphalterung (5, 6, 7) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, wobei die Basis (1) in ei-
nem SpritzgulRverfahren oder einem Rapid-Manufac-
turing-Verfahren nutzend ein thermoplastisches und/
oder keramisches Material hergestellt wird, wobei zu-
mindest der erste Fluidkanal (8, 15, 16, 17) mittels ei-
nes SpritzgulRkerns erzeugt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest der zweite Fluidkanal (9,
9a, 9b) mittels Feinbohrtechnik hergestellt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest der zweite Fluidkanal (9,
9a, 9b) mittels Laserbohrung hergestellt wird.

10. Fabrikationsanlage zur automatisierten Her-
stellung einer einteiligen Basis (1) mit den Merkmalen
eines der Anspriche 1 bis 6 und/oder zur Umsetzung
eines Verfahrens nach einem der Anspriiche 7 oder
8, wobei die Fabrikationsanlage zumindest
— eine Vorrichtung zur Herstellung einer Basisgrund-
form,

— eine Transportvorrichtung zum Transport von her-
gestellten Basisgrundformen zu zumindest

— einer Weiterbearbeitungsvorrichtung, beispielswei-
se eine Feinstbohrmaschine, eine Funkenerosions-
maschine oder Laserperforiervorrichtung zur Erstel-
lung von zumindest zweiten Fluidkanalen mit dieser
Weiterbearbeitungsvorrichtung aufweist, wobei zu-

mindest ein zweiter Fluidkanal von einer Oberflache
der Basisgrundform in diese hineingearbeitet wird.

11. Fabrikationsanlage nach Anspruch 10, wobei
die Vorrichtung zur Herstellung einer Basisgrundform
eine Spritzgumaschine ist.

12. Fabrikationsanlage zur automatisierten Her-
stellung einer einteiligen Basis (1) mit den Merkmalen
eines der Anspriiche 1 bis 6 und/oder zur Umsetzung
eines Verfahrens nach einem der Anspriiche 7 oder
8, wobei die Fabrikationsanlage zumindest eine Vor-
richtung zur Herstellung einer Basisgrundform, durch
Stereo-Lithografie-Technik aufweist, wobei die Basis
(1) mit einem Chip (2, 2a, 2b) bestickt wird und/oder
ein Chip (2, 2a, 2b) mittels Stereo-Lithografie-Tech-
nik direkt mit in die Basis (1) eingebaut wird.

13. Fabrikationsanlage nach Anspruch 12, wobei
die Fabrikationsanlage zumindest eine Vorrichtung
zur Herstellung einer Basisgrundform durch Stereo-
Lithografie-Technik in Kombination mit Multi Jet Mol-
ding aufweist.

14. Chip (2, 2a, 2b) mit einer integrierten Messvor-
richtung flr ein entlang des Chips (2, 2a, 2b) gefiihr-
ten Fluids, wobei der Chip (2, 2a, 2b) Verbindungsbe-
reiche (12) aufweist, die angepasst sind fir eine au-
tomatisierte Verbindung mit einer Chiphalterung (5,
6, 7) einer Basis (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
6, bevorzugt zur Verwendung in einer Fabrikations-
anlage nach den Anspriichen 10 oder 12.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhidngende Zeichnungen
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Fig. 4
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Fig. &
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